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Analytik der Oxsilan®-Technologie
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Oxsilan® Performance auf Lacksystemen
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Chemie der Oxsilan®-Technologie
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Verbesserung Lackhaftung und Korrosionsschutz

0 mg/I 200 mg/I

CRS Bleche nach 10 Runden VDA-KWT und Steinschlag
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Verbesserung Lackhaftung und Korrosionsschutz

mm

Ohne Silan Mit Silan

Bl Vittelwert | Maximum

Unterwanderung auf CRS: Zirkon-basierte Vorbehandlung + KTL (nach 15 Runden GMW 14872)
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Technologievergleich auf verschiedenen Substraten

LE

& . i [ L Verfahren:  Oxsilan® 9831
ZnPh  Oxsilan® ZnPh  Oxsilan® Lackaufbau: KTL, Filler, Decklack
, Al Lackdicke: ~ 100 pym
‘ —— Priifungen: 24 Monate Freibewitterung + NaCl

ZnPh Oxsilan® ZnPh Oxsilan®

CM_0867_010_GRP_01_Grafiken-Fachmagazin_DE_07ad5.indd 6 @



